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Advanced Thermal Matching Packages for Power Semiconductors

Low Thermal Expansion and High Heat Dissipation Products







 차세대 반도체 Applications

Frequency

 Thermal Issue(발열)

과도한
열 발
생

Thermal Management Solutions ?  
 반도체IC와 기판의 써멀매칭(Thermal Matching) 
 열을 잘 방출하면서 고온에서도 잘 견디는 반도체 기판(Substrate)제공

 Low Expansion & High Heat Dissipation
 Low Thermal Stress
 High Reliability Semiconductors

 차세대 반도체 SiC, GaN : 성장기 진입,수요
폭발

 AI, 시스템 반도체등 : 고밀도, 고성능, 고도
화

반도체의성능저하, 손상, 폭발,

화재, 전력손실…
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CAGR 35.5%

Global SiC for EV Market

CAGR 33.02%

 GaN 반도체 시장 전망  SiC 반도체(for EV) 시장 전망

고속 스위칭
고주파

저 전력소비

 SiC, GaN 반도체 Applications

 SiC, GaN 반도체용 패키지 & 방열 소재부품 경쟁 현황

업체명 2022년 매출($M)

Kyocera(JP)

NGK(JP) 388

ALMT(JP) 331

KOSTEC 20



SiC 반도체

솔더 크랙(Crack
)

Cu(동)기판(Substrate)

SiC Chip
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Material
Compositions (vol %)

Layers
열팽창 계수 [ppm/℃] 열전도율

[W/(m.K)]25℃
(Z-direction)Molybdenum Copper 150℃ 300℃

KCMC®12 12 88 5 11.05 9.01 320

KCMC®20 20 80 7 9.12 7.69 291

KCMC®28 28 72 5 8.83 7.57 263

KCMC®33 33 67 3 7.83 6.96 241

KCMC®40 40 60 5 7.34 6.59 222
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KCMC®  KOSTEC Brand (상표등록 : 4020240019848), (특허등록 : 1014925220000,1024923060000) 

Kostec Copper Molybdenum Composite

※ KCMC® 재료 특징 : 열팽창계수는 적고 열전도율은 높으며, Thermal Stress가 낮음
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3. 통신용 RF 패키지 글로벌 시장 확대



4. SiC 차세대 전력 반도체 시장 진출 성공
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22년 23년 24년 25년 26년 27년 28년 29년 30년

매출 예상

RF통신 전력반도체 스페이서

구분 1차 증설 2차 증설 3차 증설

일정 ‘21.10~’’22.12 ‘24.02~’’24.12 ‘25.7~’26.12

투자 규모
(생산능력)

600억원
(RF 500억원,Spacer 100억원)

500억원 추가 증설
(Spacer 500억원)

3,000억원 추가 증설
(Spacer 3’000억원)

생산능력 600억원 1,100억원 4,100억원

진도 완료 진행 중(60억원,자체자금)
※ 기계 장치 발주 완료

계획
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성명 직책 업무내용 주요 경력

한규진 대표이사 경영 총괄

- 국민대학교 기계공학 학사
- 호서대 대학원 첨단산업기술석사
- 기아자동차㈜ 중앙연구소
- 현) 코스텍시스 대표이사

박찬호 상무 영업 총괄
- 인하대학교 중국어과 학사
- 동양이글피쳐 마케팅부
- 현) 코스텍시스 상무이사

이승주 상무 재무 총괄
- 조선대학교 회계학 학사
- ㈜BYC 재경팀
- 현) 코스텍시스 상무이사

한태성 연구소장 기술 개발
- 인하대학교 전자공학과
- LG 디스플레이 기술연구소
- 현) (주)코스텍시스 기술연구소장

허만인 전무 생산 총괄
- 국민대학교 기계설계 학사
- 만도기계㈜ 기술연구소
- 현) 코스텍시스 전무이사
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※ VDA: Verbund Der Automobilindustrie의 약자. 독일자동차협회를
뜻함




